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FX14102_SAV11

主要材料/BOM 清单信息(Information of Material/BOM list)：

材料 ᧿䘠 供ᓄ୶

1 基板 6C105_E01_H_FP 240X76.3X0.17 客供

2 晶圆 N51712
 835*435(μm²)*150

A芯（U1）
客供

3 助焊剂 TACFLUX 026S / 铟泰

4 塑封料 G311ACCver.GR / 住友电木

5 分离膜 TB 50μm*142mm TOWA / TOWA

塑封模具 C模

切割道宽度 0.2mm

说明：

HY-PX-1199-015 A 是 HY-PX-1199-011 A 升级图纸，原图纸作废，具体变更信息如下：

1.修正“底部示意图”图示；（附页2）

2.调整产品名称；由“FX14102”变更为“FX14102_SAV11”。
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底部示意图

助焊剂
Flux

塑封料型号(绿色环保)
Compound Type  (Green)

基板编码
 Substrate No.

TACFLUX 026S
首选(Preferred)：G311ACCver.GR

备选(Optional)：
6C105_E01_H_FP

客户图号
Customer drawing NO.

PIN1

序号 芯片名称 Die ID
芯片尺寸

（with scribe

line)

划片道

宽度
圆片工艺

芯片厚度
来料方式

Wafer
material*

Bump type* Bump composition*
Min bump pitch

(space + bump

size)*  UM

Min bump
height*  UM

Min bump
diameter*  UM

芯 N51712 N51712D01 865*465(μm²) 30um NA
150um

（不包含bump

高度）
wafer SOI NA NA NA 70 60
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按目标区域取DIE:
ID：N51712D01
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